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Titelbild: Seit mehr als 30 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt SPEA automatische Testsysteme für alle Bereiche 
der Elektronikindustrie. Das Einsatzspektrum der Systeme reicht von Mikrochips über elektronische Baugruppen 
bis hin zu Backplanes und kompletten Elektronikanlagen. SPEA ist Marktführer in Europa und steht weltweit an  
Nummer 2 der führenden ATE-Anbieter. 

www.spea-ate.de
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